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DRM-SMT-E
（中文手册）
	




表面贴装焊点评估培训与参考指 南
	本指南共30页，尺寸为5.5 x 8.5 inch（14 x 21.5 cm），且用螺旋线装订方便检 验人员和操作人员快速地对三种级别产品的焊点做出正确的验收决定。可作为课 堂培训的实用辅助教材，也可放置在车间中供操作员参阅。 本指南提供了元器件、镀覆孔孔壁以及焊料剖切图的彩色电脑绘图。每张插图清 晰地图示了如焊盘覆盖性、垂直填充、引线、焊盘及孔壁的润湿性以及接触角的 最低可接受性要求。还提供了锡铅和无铅焊接连接的主要焊接缺陷的高清晰彩色 显微照片，如不润湿、腐蚀、锡尖、开裂、引线突出以及受扰焊点。对于每个验 收要求，它引用和参考了来自IPC-A-610E和J-STD-001E的相应规范和参考章 节，以便于进行进一步的验证。另外，还标注出了每个E版本与D版本的不同之 处，可以便于检验人员和操作人员了解新的要求。
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DRM-PTH-E
（中文手册）
	




通孔焊点评估培训与参考指南
	本指南共38页，尺寸为5.5 x 8.5 inch （14 x 21.5 cm），且用螺旋线装订方便检 验人员和操作人员快速地对三种级别产品的焊点做出正确的验收判断。它可作为 课堂培训的实用辅助教材，也可放置在车间中供操作员参阅。 本指南提供了片式元器件、鸥翼型及J型引线焊点的彩色电脑绘图。每张插图都 清晰地图示了每种元器件的焊点偏移的最低可接受条件；以及详细描述了所有元 器件焊点的最大/最小尺寸，包括填充高度和长度。还提供了锡铅和无铅焊接连接 的主要焊接缺陷的高清晰彩色显微照片，如不润湿、焊料桥连以及受扰的焊点。 对于每个验收要求，它引用和参考了来自IPC-A-610E和J-STD-001E的相应规范 和参考章节，以便于进行进一步的验证。另外，还标注出了每个E版本与D版本 的不同之处，可以便于检验人员和操作人员了解新的要求。
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P-SMT2-E
	


表面贴装焊点评估海报（一套三 张）-2级产品
	
还有什么方法能比IPC的表面贴装评估海报更好地向员工展示“检验是每个人的职 责”？这些“51×71cm”高品质电脑绘制图形悬挂式海报，展示了行业标准IPC-A-
610E和J-STD-001 中的2级可接受性准则，可经常提醒员工质量第一的理念。一
套包括三张海报，分别为片式、鸥翼形和J形引线元器件的2级要求。
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P-SMT3-E
	

表面贴装焊点评估海报（一套三 张）-3级产品
	

P-SMT2-E的3级产品版本。
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P-PTH2-E
	


通孔焊点评估海报-2级产品
	
这份“51×71cm”真彩海报以高品质电脑绘制图形，直观地定义了行业标准IPC-A-
610E和J-STD-001中规定的2级通孔焊接点最低/最高的可接受性要求。这份海报 非常清晰地描述了复杂的通孔焊点要求，所有操作人员和检验员都容易理解和应
用这个重要的准则。有了这个高视觉学习和参考工具，可将精确的技术、行业认
可的可接受性标准带到你的培训室或检验区域。该海报共一张，适用于2级产品
	


新出版海报
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P-PTH3-E
	

通孔焊点评估海报-3级产品
	

P-PTH2-E的3级产品版本。
	

新出版海报
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P-MICRO
	


镀覆孔显微剖切图中的各种现象
	
被称为“噩梦般的显微剖切图”，这张24x36inch（60×90厘米）真彩海报确定了42 种可在镀覆孔横截面上观察到的现象。非常清晰的图面为常见的（和不那么常 见）现象的讨论提供了支持。所有缺陷名称都与IPC-A-600，IPC-6012和IPC-T-
50规范相匹配。使用本海报作为一种工具更能帮助你的员工确定问题和有效地排 除您生产操作中的问题。最开始由欧洲PCB行业原创设计，现由IPC更新。
	


新出版海报
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IPC-A-600H
（中英文双语版本）
	



印制板的可接受性
	这是一本配有大量插图的印制电路板可接受性权威指南标准！本文件配有大量的 彩色图片和示意图，提供了可从裸板内部或外部观察到的目标条件、可接受条件
及不符合条件。确保操作员、检验人员及工程师掌握行业最新的信息。H版有90
多幅图片为新增或经修订，新增的内容涉及铜包覆电镀、填塞孔的铜盖覆电镀及 孔壁分离，更新和扩充了印制板的白斑覆盖、分层和晕圈、层压板空洞/裂缝、凹
蚀、盲导通孔和埋导通孔的填塞及挠性电路等内容。本文件中的一些要求已与
IPC-6012C及IPC-6013B相关的可接受性要求保持了同步。全文共157页，于
2010年4月发布。
	



已出版
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IPC-A-610E
	




电子组件的可接受性
	IEC正在签署将IPC-A-610作为全球首选的电子组装国际验收标准的文件。
IPC-A-610是全球应用最广泛的电子组装标准。作为所有质量保证和组装部门的 必备文件，它通过彩色图片和示意图图示了业界公认的工艺要求。主要内容包括
挠性电路的连接、母子板、部件叠装、无铅、通孔元器件朝向和焊接要求、SMT
（新端子类型）和分立布线组件、机械组装、清洗、标记、涂覆层和层压板要求
。 对于所有检验人员、操作人员和培训员，IPC-A-610是一个无价之宝。E版本 共有809张关于可接受性要求的图片和示意图，其中165张为新增或修订的。最新 版本的清晰性和准确度经过了认真地审查。本文件中的一些要求已与业界一致同
意的其他文件的相关要求同步，可与材料和工艺标准IPC J-STD-001配套使用。
全文共400页，于2010年4月正式发布。
	




已出版
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IPC-A-620A
	




线缆及线束组件的要求与验收
	IPC-WHMA-A-620是规范线缆、线束装配的技术条件及验收要求的唯一的行业性 标准，收集了关于线缆、导线及线束组件的电子和机械质量可接受性要求，本标 准描述了用于压接、机械紧固或焊接互连的测试和可接受性标准及线缆线束组件 的束紧/束缚相关标准。目前的中文版是基于该标准最新修订A版翻译的。新版本 采集了来自旧版使用者的反馈意见并加以分析后，内容和版面都更加精进。新版 本的标准共分19章阐述，内容涵盖备线、焊接端子、压接端子（接头和接线片）
、绝缘皮穿刺连接、超声熔接、衔接、连接器连接、压模/注模、线缆组件与导线 的测量、标记/标签、同轴及双轴线缆组件、紧固、线束/线缆电气屏蔽、线缆/线 束防护层、成品组件安装、无焊绕接、测试等的相关标准。全文共368页，于
2006年7月正式发布。
	




已出版
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IPC-7711/21B
	





电子组件的返工返修
	
本手册新增了与无铅相关的内容，并修订了维修和修改的检验指南。 本手册包括了维修和返工电子组件及印制板所需的一切。IPC-7711/7721B收录 了一整套经修订的程序，以确保其既适用于无铅电子组件，又适用于传统的有铅 电子组件。B版包括了之前发布的修订变化及几项新的BGA维修及返工程序（包 括重新植球）及挠性印制电路的维修。第一部分包括了返工、维修和修改的通用 程序。第二部分是IPC-7711B，其中的程序包括拆除和替换表面贴装元器件及通 孔元器件时所采用的工具、材料及方法。第三部分是IPC-7721B，其中包括修改 组件和维修层压板、导体时所采用的程序。本手册采用活页夹装订，易于更新。 用户可将公司内部的特殊程序插入其中，或拆下某一项具体工作所需的单页放在 工作台面上，保持工作区域整洁。全文共300页，于2007年11月正式发布。
	





已出版
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J-STD-001E
	


焊接的电气和电子组件要求
	J-STD-001被全球公认为是唯一一份行业达成共识的涵盖焊接材料和工艺的规范
。E版本除了扩大对无铅制造内容的支持外，还规定了更易理解的用于生产高质 量的焊接互连和组件的材料、方法及验证的要求。本规范对3个级别的产品都做 了要求，还提供了清晰的彩色插图。本规范和IPC-A-610E形成完美互补。另外还
提供一个可以免费下载的单独附录，以支持在外太空失重和微气候环境下使用的 硬件的特殊要求。全文共54页，于2010年4月正式发布。
	


已出版
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J-STD-002C
	

元器件引线、端子、焊片、接线 柱和导线的可焊性测试
	
本标准规定了用于评定电子元器件引线、端子、实芯导线、多股导线、焊片和接 触片可焊性的测试方法、缺陷定义及验收标准，并附有相关图表。本标准还包括 金属层耐溶蚀性/退润湿的测试方法。本标准适用于供应商和用户。全文共63 页，于2008年11月正式发布。
	


已出版
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J-STD-003B
	

印制板可焊性测试
	
本标准规定了用于评定印制板表面导体、连接盘和镀覆孔可焊性的测试方法和缺 陷定义，并附有相关的图表。本标准适用于供应商和用户。本标准所述可焊性测 试方法的目标是测定印制板表面导体、连接盘及镀覆孔被焊料润湿的难易程度和 经受苛刻的印制板组装工艺的能力。全文共36页，于2007年3月正式发布。
	

已出版
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J-STD-004B
	

助焊剂要求
	
J-STD-004B对助焊剂测试项目进行了调整,并新增了有关的助焊剂重新鉴定的要 求. 附录 B新增了液态助焊剂保质期延长,卤化物含量与卤素含量分别应采用的测 试方法, 及REACH和RoHS指令的介绍。全文共20页，于2008年12月正式发布。
	

已出版
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J-STD-005
	

焊膏要求
	
J-STD-005《焊膏要求》规定了进行高质量电子互连所用的焊膏的特性描述和测 试的一般要求，本规范是一个质量控制文件，无意直接关联制造工艺中材料的性 能。全文共24页，于1995年1月正式发布。
	

已出版
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J-STD-006B.1&2
	

电子焊接领域电子级焊料合金及 含有助焊剂与不含助焊剂的固体 焊料的要求
	
本文件阐述了应用于电子焊接领域的电子级焊料合金、含助焊剂与不含助焊剂的 棒状、带状、粉末状焊料及专用电子级焊料的命名原则、要求及测试方法。本文 件是一个质量控制文件，无意直接关联制造工艺中材料的性能。全文共29页，于
2009年10月正式发布。
	


已出版
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J-STD-020D.1
	

非气密封装固态表面贴装器件湿 度/回流焊敏感度分类
	

本标准用于确定最初的可靠性鉴定应该采用的分类级别。这些元器件必须得到正 确的包装、储存及运输以避免接下来在回流焊时受到热损伤及机械损伤。全文共
14页，于2008年3月正式发布。
	


已出版
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J-STD-033B.1
	

对湿度、回流焊敏感的表面贴装 器件的处置、包装、发运及使用 方法
	本标准向SMD制造商和用户提供了标准的表面贴装器件操作、包装、运输和使用 方法。所提供的这些方法可避免由于吸收湿气和暴露在再流焊温度下造成的封装 损伤，这些损伤会导致合格率和可靠性的降低。通过使用这些程序、以及采用能 达到从密封之日算起在密封干燥袋内12个月最短保存期限的干燥包装工艺，即能 实现安全无损的再流焊接。由IPC和JEDEC联合开发。全文共17页，于2005年
10月正式发布。
	


已出版

	



20
	



J-STD-075
	



组装工艺中非IC 电子元器件的分 级
	J-STD-075弥补了J-STD-020的不足，它提供的测试方法可用于对电子元器件的 最差热工艺条件进行分类。分类参考了行业通用的波峰焊和再流焊曲线。它代表 了最大工艺敏感水平，但并没有为组装厂设立返修条件或推荐条件。该标准简要 描述了非半导体电子元器件的工艺敏感等级(PSL)和潮湿敏感等级(MSL)的分类和 标记程序，这些分类等级均与半导体行业分类等级一致 (J-STD-020，非气密固 态表面贴装器件的潮湿/再流焊敏感度分类，以及J-STD-033，潮湿/再流焊敏感 表面贴装器件的处理、封装、运输和使用-包括修订本1)。该标准取代了IPC-
9503。全文共12页，于2008年8月正式发布。
	



已出版
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J-STD-609A
	


元器件、印制电路板和印制电路 板组件的有铅、无铅及其它属性 的标记和标签
	本文件提供了可用于辅助组装、返工、维修和回收利用的标记、标签系统，并可 识别以下项目：
1）使用无铅焊料或有铅焊料组装的组件； 2）二级互连端子涂覆层和材料为无 铅或有铅的元器件； 3）在组装和返工制程中，不允许超过的元器件最大耐温 值； 4）用于制作印制电路板的基材，包括无卤素树脂； 5）印制电路板的表面
涂覆层； 6）印制电路板组件的敷形涂覆材料。 最新版本对一些无铅焊料进行了 更精确地分类，并给出了新增材料类别的代码。全文共13页，2010年2月正式发 布英文版，2011年5月发布中文版。
	



已出版
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IPC-1601
	


印制板操作和贮存指南
	
本规范是行业内唯一一份关于印制板操作、包装和贮存的指南。本文件中的指南 是为了保护印制板，避免其受到污染、物理损伤、可焊性降低和吸潮。还给出了 以下需考虑的因素：包装材料类型和方法、生产环境、产品操作和运输、建立推 荐的湿气水平、建立去除湿气的烘烤曲线以及烘烤对印制板可靠性的影响。全文 共18页，2010年8月正式发布英文版；2011年5月发布中文版。
	


已出版
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IPC-4101C
	


刚性及多层印制板用基材规范
	本规范规定了刚性或多层印制板电气和电子电路用基材----层压板和半固化片的要 求，共包含66个规格单，可利用关键词搜索这些规格单。用户可通过关键词找到 具有类似性质的材料规格单，并可根据材料略微不同的属性选择符合自己需求的 层压板和半固化片。C版标准新增的11个规格单提供了最新的层压板和半固化片 信息，包含：低卤含量、无铅应用、高导热性能、或高速/高频率性能等。全文共
137页，于2009年8月正式发布。
	


已出版
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IPC-6011
	


印制板通用性能规范
	
本规范为印制板供应商和用户建立了通用要求和职责。本规范担任IPC-6010印制 板性能系列规范的基础，描述了必须满足的质量和可靠性的保证要求。与IPC-
6012~IPC6018结合使用。取代IPC-RB-276、IPC-SC-320、IPC-TC-500、IPC-
ML-950C。全文共15页，1996年7月正式发布英文版；2011年8月发布中文版。
	


已出版
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IPC-6012C
	


刚性印制板鉴定与性能规范
	本规范涵盖了刚性印制板的鉴定和性能，包括带或不带电镀通孔的单面、双面板 以及带或不带盲孔/埋孔和金属芯板的多层板。该规范涉及最终成品和表面电镀涂 覆要求、导体、通孔/导通孔、验收测试的频次和质量一致性、电气与机械及环境 要求。C版本新增了表面和孔电镀、基板缺陷、凹蚀和钻污去除、孔环、塞孔、 孔/微孔的铜孔壁和焊盘的电镀，以及切片前热应力测试的新要求。本规范需与 IPC-6011一起使用。全文共52页，于2010年4月正式发布。
	


已出版
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IPC-6013B
	


挠性印制板的鉴定及性能规范
	本规范涵盖了按IPC-2221和IPC-2223进行设计的挠性印制板的鉴定及性能要求
。挠性印制板可以是单面板、双面板、多层板或刚-挠多层板。所有这些印制板的 结构可以有或无增强板、镀覆孔（PTH）和盲/埋孔。B版本更新的内容包括：表 面镀层、白斑、外来夹杂物、粘合剂挤出、可焊环宽、PTH铜包覆、镀层折叠、 显微切片评定、验收测试频次等。取代IPC-6013A附修订本2。与IPC-6011结合 使用。全文共45页，2009年1月正式发布英文版；2011年5月发布中文版。
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IPC-9701A
	


表面贴装焊接连接的性能测试方 法及鉴定要求
	
本标准提供了评定电子组件表面贴装焊接连接性能和可靠性的具体测试方法。它 规定了表面贴装元器件与刚性、挠性以及刚挠性电路结构形成的焊接连接的性能 及可靠性等级。当一起使用该标准与IPC-SM-785时，它能帮助用户了解SMT焊 点失效的物理过程，并提供了适当的方法能够说明性能测试结果与使用环境中下 的焊接连接可靠性的关系。当采用无铅焊点时，版本A中的附录B建议了如何修改 本文件给出的热循环曲线。全文共24页，于2006年2月正式发布。
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IPC-9702
	


板极互连的单向弯曲特性描述
	
本文件旨在描述元器件板级互连的断裂强度特性，它详细说明了确定板级器件互 连对非周期板组装和测试操作过程中可能发生的弯曲载荷的抗断裂力的常用方法
。本文件适用于采用常规再流焊接技术连接到印制板上的表面贴装元器件，并补
充了有关运输、装卸或现场操作过程中的机械冲击或撞击的现有标准。全文共14
页，2004年6月正式发布英文版，2011年6月发布中文版。
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IPC/JEDEC-9704
	



印制板应变测试指南
	应变测试可以对SMT封装在印制板组装、测试和操作中受到的应变和应变率水平 进行客观分析。由于元器件焊点对应变失效非常敏感，因此印制板在最恶劣条件 下的应变特性显得至关重要。本文件对印制板制造过程中印制板组件的应变测试 制定了详细的指南，这些制造过程包括组装、测试、系统集成及印制板的周转/运 输。它涵盖了 测试设置和仪器要求 、应变测量方法和测试 报告格式。本文件含 有20幅彩色图片和示意图，图示了装有应变仪的印制板及应变片的放置位置。全 文共22页，于2005年6月正式发布。2011年2月翻译为中文版。
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IPC-CC-830B
	



印制线路组件用电气绝缘化合物 的鉴定及性能
	
本标准规定了电气绝缘化合物（敷形涂覆材料）的鉴定和符合性要求，并设计和 构建了充分且必要的测试项目来获取对材料性能的信心。本标准包括：
• 敷形涂覆材料的鉴定及鉴定效力保持
• 敷形涂覆材料属性的质量符合性 本标准中，敷形涂覆层是指用于印制板线路组件的保护涂层。敷形涂覆层可起到
防潮、防污物和电气绝缘的作用，但不是作为单独起机械保护作用的涂层。全文
共18页，于2008年10月正式发布。
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IPC-T-50H
（中英文双语版本）
	


电子电路互连与封装术语及定义
	
本文件是电子互连行业不可或缺的一份术语标准。该文件图文并茂，可帮助用户 及其客户克服语言上的沟通障碍。H版本包含200多条新术语或修订术语，新术 语涉及球栅阵列和芯片尺寸封装、导通孔保护、导体图形、组装工艺、基材和选 择性电镀工艺等。还包括通用工业缩写词和根据技术分类排序的术语索引，以便 于查找。全文共141页，于2008年7月正式发布。
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由于附件太大，需要的朋友可以发邮件给我：dourongqing@163.com

